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Systemldsung flr Spektralphotometer

Far einen fUhrenden Spezialanbieter von Spektralpho-
tometern hat HEITEC seine umfassende Kompetenz
angewandt und die Konzeption und Fertigung der
Elektronik eines Laborgerats Ubernommen. Der Kunde
stellt spektrophotometrische Instrumente zur Analyse von
Proben im Kleinstvolumen her, die insbesondere in biolo-
gischen, chemischen und pharmazeutischen Laboratori-
en zum Einsatz kommen.

Fur das Spektralphotometer konzipierte HEITEC die
elektronische Hardware auf Grundlage der definierten
Systemanforderungen und Ubernahm die Auswahl der
gesamten Elektronik. Wahrend bereits die Vorganger-
version von HEITEC auf Basis eines Qseven Aufsteck-
moduls entwickelt wurde, kommt das aktuellste Gerat
dem Bedarf an leistungsféhigerer Grafik und mehr
Performance nach und nutzt ein Aufsteckprozessormodul
im SMARC 2.0-Formfaktor eines Technologiepartners, das
durch einen einfachen Mechanismus aufgesteckt werden
kann. Um umfangreiche Funktionalitat auf engstem Raum
zu realisieren, wurde das Design des Carrierboards direkt
an die Gehauseform angelehnt.

Das Endgerat (NanoPhotometer®) wird z. B. zur Konzen-
trationsbestimmung von Nukleins&uren oder Proteinen in
Laboren von Industrie und Forschung eingesetzt. Wah-
rend im Vorgangergerat die Messung lediglich einer
Probe méglich war, kénnen nun bis zu 12 Flussigproben
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parallel aufgebracht und mit einer motorbetriebenen
Analyseeinheit nacheinander vermessen werden. Fur den
mobilen Einsatz ist vor allem die kompakte GréBe von nur
200 mm in Tiefe und Breite und 120 mm H&he und eine
Batterielaufzeit von bis zu 3 Stunden wichtig.

Kompaktheit, Kosten- und Energieeffizienz spielten bei
der Auswahl der Elektronik und deren Komponenten eine
ebenso wichtige Rolle wie die technischen Anforderungen.
Fur die Ansteuerung, das Datenmanagement und préazise
Analyseergebnisse waren umfangreiche Funktionen und
zahlreiche Schnittstellen zu implementieren, wie etwa
ein Touch Controller-Interface, eine LVDS-Schnittstelle
zum TFT-Panel, die Integration eines Audiocodecs fur
die Codierung von Audio-Streams, HDMI, WLAN, USB,
LAN sowie eine geregelte Folienheizung. Teile dieser
Funktionen deckt das integrierte Embedded FPGA ab.
Wichtige Bedingungen waren zudem ein leistungsfahiges
Wéarmemanagement und ein energieeffizienter Betrieb,
da das Gerat batteriebetrieben werden kann und Uber-
dies wartungsfrei konzipiert ist, also zuverlassig funktio-
nieren muss.

HEITEC Ubernimmt fUr das Projekt das Supply Chain
Management, das Erstellen der Dokumentation, die
komplette Fertigung und den Test des Carrier Boards.
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ELEKTRONIK

Innovation auf kleinstem Raum

Ruckansicht des Gehauses mit allen gangigen Schnittstellen Es kdnnen, mittels einer Positionierhilfe, bis zu 12 Proben
gleichzeitig aufgebracht werden

Technische Kurzbeschreibung

> Kundenspezifisches Designgehause .
Kundenvorteile
> TxBxH: 200 mm x 200 mm x 120 mm

Prototypenentwicklung und Fertigung aus einer Hand
> SMARC 2.0 CPU-Modul mit Intel Celeron N3350

Betreuung und Entwicklung Uber Evolutionszyklen
> Kundenspezifisches Carrierboard hinweg

» Embedded FPGA von Lattice Unterstltzung beim Thermal Design und EMV-Erpro-

> Leistungsfahiges Warmemanagement bung

Auswahl geeigneter Komponenten
Zukunftssicher, durch SMARC 2.0 Standard

HEITEC AG
Dr.-Otto-Leich-Str. 16
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Telefon:  +49 9126 2934 0
Fax: +49 9126 2934 199

E-Mail: elektronik@heitec.de
Internet:  www.heitec-elektronik.de
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